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CPO&CPC 有望开启新一轮成长周期
——人工智能月度跟踪

强于大市 投资要点：

 9 月 10-12 日，第 26 届中国国际光电博览会（CIOE 中国光博会）于深圳盛大启幕。本
次大会汇聚全球超 3800 家优质光电企业，覆盖信息通信、精密光学、激光及智能制造、
AR&VR、智能传感、新型显示、光电子创新等全产业链核心领域，呈现从核心材料、
关键设备到系统方案的全链条创新技术，为光电产业及下游应用注入新动能。本届光博
会上，华工正源、光迅科技不仅展示了各自最新的 CPO 技术，中际旭创与立讯精密更
联合提出了 CPC 概念，旨在破解 AI 算力爆发背景下传统互连的瓶颈。

 随着 AI 大模型参数量与计算量呈指数式增长，数据中心内芯片间、设备间的实时数据
交互量随之爆发式增长，传统可插拔光模块在短距离、高频率传输场景中逐渐显现成本
与能效比不足的问题。传统板边光模块更暴露出信号长距传输损耗大、时延高、互联密
度受限的局限，难以支撑超高带宽场景下的低时延互联需求；为满足这一急剧增长的数
据量需求，光电互连技术正从传统形态持续朝着集成度更高、体积更小、能效更优的方
向加速演进，CPO（共封装光学）与 CPC（共封装铜互连）成为该领域未来发展的最新
技术进展。

 CPO 作为将网络交换芯片与光模块共封装的新型光电子集成技术，深度融合光纤通信、
ASIC 设计及先进封装测试技术，能通过缩短交换芯片与光引擎物理距离提升传输速度、
减少损耗，优化数据交互效率。不过当前存在产品成熟度低、维护难、互联生态构建难
等问题。根据 Lightcounting 和 Yole 数据，CPO 将从 800G/1.6T 端口起步，2024-2025
年进入商用阶段，2027 年全球端口销量或达 450 万片，2033 年市场收入有望达 26 亿
美元（2022-2033 年 CAGR 46%），国内外厂商积极布局，国外 Intel、Marvell、
Broadcom 等有技术突破，国内中际旭创、新易盛等也在 CPO 领域持续推进技术研发，
并推出量产产品。

 CPC 由连接器模块、芯片基板、信号传输层及屏蔽层组成，与传统可插拔光模块相比，
通过铜缆与 ASIC/GPU 芯片共封装缩短信号路径，降低传输损耗，提升传输性能与能效；
适配 224 Gbps PAM4 调制技术，结合高密度设计与 360°全屏蔽结构，可为 AI 智算中
心提供稳定短距数据通道。CPC 与 CPO 同为算力时代互联核心方案且互补：CPO 侧重
超高密度、超低功耗、长距传输，服务超算中心、边缘 AI 等高性能场景，但封装复杂、
成本高；CPC 突出高性价比、成熟可靠、快部署，适配通用数据中心、企业服务器及短
距互连，仅面临速率升级压力与长距受限。CPC 在数据中心核心适用于＜2 千米互联场
景，可实现机架内设备短距互连、满足近距离机架间互联以提升架构灵活性，在 AI 计
算集群中还能支撑 GPU 服务器高速互连，为 AI 训练与推理提供低延迟、高带宽通道，
是数据中心短距互联关键技术。

 投资建议：随着数据中心对数据传输的规模和速率要求持续提升，CPO 和 CPC 等连接
器产品市场规模不断增长。特别是随着 CPC 技术的引入，传统连接器企业也开始进入
了传统光模块企业所垄断的数据连接器市场。建议关注立讯精密等传统连接器龙头企业
积极布局数据中心产业链的投资机会。

 风险提示：1）先进算力芯片限制加强 2）下游应用需求不及预期 3）国产模型迭代升级
迟缓

一年内行业指数与沪深 300 指数对比走势：

资料来源：聚源数据，爱建证券研究所
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1. CPO&CPC 有望开启新一轮成长周期

9 月 10-12 日，第 26 届中国国际光电博览会（CIOE 中国光博会）于深圳盛大启幕。本

次大会汇聚全球超 3800 家优质光电企业，覆盖信息通信、精密光学、激光及智能制造、

AR&VR、智能传感、新型显示、光电子创新等全产业链核心领域，呈现从核心材料、

关键设备到系统方案的全链条创新技术，为光电产业及下游应用注入新动能。

本届光博会上，华工正源、光迅科技不仅展示了各自最新的 CPO 技术，中际旭创与立

讯精密还联合提出了 CPC 概念，旨在破解 AI 算力爆发背景下传统互连的瓶颈。

伴随 AI 大模型参数量与计算量的指数式增长，数据中心内芯片间、设备间的实时数据

交互量随之呈爆发式增长。传统可插拔光模块在短距离、高频率的传输场景中，逐渐

显现出成本与能效比不足的问题。

图表 1：大模型参数量及计算量呈指数式增长

资料来源：OpenAI，爱建证券研究所

为满足急剧增长的数据量需求，光电互连技术正从传统板边光模块，持续朝着集成度

更高、体积更小的方向发展。传统板边光模块逐渐暴露出信号长距传输损耗大、时延

高且互联密度受限的局限，难以支撑超高带宽场景下的低时延互联需求。在此背景下，

光电互连技术进一步朝着能效更优的方向加速演进，其中 CPO（共封装光学）与 CPC

（共封装铜互连）成为该领域未来发展的最新技术进展。
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图表 2：光电互连封装技术的发展过程

资料来源：Opportunities and Challenges of Optoelectronic Co-Packaging Technology in the Era
of Big Data，爱建证券研究所

2. CPO 进入爆发性成长周期

2.1 CPO 适合于大型超算中心

CPO 是一种新型光电子集成技术，其核心是将网络交换芯片与光模块共同封装于同一

个插槽内，直接实现二者的紧密集成。该技术深度融合光纤通信、ASIC 设计及先进封

装测试等核心技术，能够为数据中心可扩展网络互连场景，提供关键的系统级价值。
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图表 3：CPO 融合了光纤、ASIC 及先进封装测试技术

资料来源：博通公司公告，爱建证券研究所

CPO 通过大幅缩短交换芯片与光引擎之间的物理距离，使得该设计相较传统热插拔模

块与 LPO 技术不仅能显著提高电信号在芯片与光引擎间的传输速度，还能减少信号传

输过程中的损耗，进而优化数据交互效率。但 CPO 当前仍存在产品成熟度低、维护难

度大、互联生态构建难等问题。

图表 4：传统热插拔模块、LPO、CPO 参数对比
分类 热插拔模块 LPO CPO

功耗 高 相当低 低

成本 高 相当低 低

延迟 相当高 相当低 低

产品成熟度 高 相当低 相当低

维护性 良好 良好 困难

链路性能 良好 平均 良好

互连生态 良好 困难 困难

资料来源：智研咨询，爱建证券研究所

2.2 国内外厂商纷纷加码 CPO 技术布局

根据 Lightcounting 预计，CPO 出货将从 800G 和 1.6T 端口开始，2024-2025 年进入商

用阶段，2026-2027 年进入规模上量阶段，主要应用于超大型云服务商数据中心的数

通短距场景。全球 CPO 端口销量将从 2023 年的 5 万片增长至 2027 年的 450 万片，

且 2027 年 CPO 端口在 800G 与 1.6T 端口总出货量中占比近 30%。

Yole 报告数据显示，2022 年 CPO 市场规模约为 3800 万美元，预计 2033 年将达到 26

亿美元，2022-2033 年复合年增长率（CAGR）为 46%。
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图表 5：CPO 端口销量 2027 年或将达到 450 万片 图表 6：CPO 市场收入 2033 年或将达 26 亿美元

资料来源：Lightcounting，爱建证券研究所 资料来源：Yole，爱建证券研究所

国内外厂商纷纷加码 CPO 技术布局，推动行业技术迭代加速。Intel、Marvell、Broadcom

依托深厚的技术积累与市场经验，在 CPO 技术研发与应用领域投入大量资源，并已取

得显著成果。其中，Intel 在 ISSCC 2024 上展示了基于 VCSEL（垂直腔面发射激光器）

阵列与驱动芯片（Driver）的 CPO 技术进展，实现 1.3pJ/bit 的低功耗表现与高速信号

传输；Marvell 则在 OFC 2024 上发布 3D 组件封装技术，该技术可集成数百个组件，

能满足从可插拔模块到 CPO 的多场景高密度光学互连需求；Broadcom 不仅在 2024

年推出全球首款 51.2 Tbps CPO 以太网交换机，还计划于 2025 年推出速率达 200G/通

道的第三代 CPO 技术。

图表 7：Intel、Marvell、Broadcom 企业在 CPO 领域最新进展
维度 厂商名称 CPO 领域最新进展

国外

Intel
Intel 在 ISSCC 2024 上展示了基于 VCSEL（垂直腔面发射激光器）阵列与驱动（driver）芯片的 CPO

技术进展，实现 1.3pJ/bit 的低功耗高速信号传输。

Marvell
Marvell 在 2024 年 OFC 上呈现 3D 组件封装技术，该技术可集成数百个组件，能支持从可插拔模块到

CPO 的多场景高密度光学互连需求

Broadcom
2024 年，公司不仅在 2024 年交付了全球首款 51.2TbpsCPO 以太网交换机，还计划于 2025 年推出

200G/通道的第三代 CPO 技术。

资料来源：博通，普华有策，爱建证券研究所

中国企业积极布局 CPO 领域，呈现出强劲发展势头。中际旭创、新易盛、天孚通信等

企业已在 CPO 技术研发与产品化领域取得重要突破，推出了多款量产产品。
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图表 8：国产企业积极布局 CPO 领域
分类 趋势 产品 最新进展

中际旭创
高速率 800G/1.6T

800G：已向海外客户大批量供货；

1.6T：推出 1.6T 产品。

低功耗 CPO/线性直驱 技术布局。

新易盛

高速率 800G/1.6T
800G：客户在进行小批量的采购；

1.6T：推出 1.6T 产品。

低功耗 CPO/线性直驱
CPO 技术布局；

线性直驱推出产品。

天孚通信

高速率 800G/1.6T
推出 800G 光引擎产品及相关光器件；

推出 1.6T 光引擎产品及相关光器件。

低功耗 CPO/线性直驱
CPO 技术布局；

线性直驱尚不确定。

光迅科技

高速率 800G/1.6T

800G：具备批量生产的能力，针对特定客户已进行

小批量的交付；

1.6T：OFC2023，发布 1.6TOSFP-XDDR8 光模块。

低功耗 CPO/线性直驱

CPO：推出光电一体可插拔 ELS 光源模块产品，主

要应用于下一代 NPO/CPO 光电互联应用领域；

线性直驱：尚不确定。

剑桥科技

高速率 800G/1.6T
800G：小批量发货；

1.6T：推出 1.6T 产品。

低功耗 CPO/线性直驱
CPO：正在对相关技术进行研究；

线性直驱：推出相关线性直驱产品。

资料来源：智研咨询，爱建证券研究所

3. CPC 赋能通用数据中心发展
CPC 是一项由连接器模块、芯片基板、信号传输层及屏蔽层组成的创新互连方案。与

传统可插拔光模块不同，其通过将铜缆与 ASIC/GPU 芯片共同封装实现了更短的信号

传输路径，这种设计能显著降低信号传输损耗，进而提升数据传输的性能和能效。该

技术主要应用于 224Gbps PAM4 调制技术环境，同时采用高密度设计及 360°全屏蔽结

构，可为 AI 智算中心提供稳定可靠的数据通道。

作为应对算力时代互联需求的核心方案，CPO 与 CPC 虽差异明显，但二者技术互补。

1）核心优势上，CPO 侧重超高密度、超低功耗与长距传输，CPC 突出高性价比、成

熟可靠与快部署；2）适用场景中，CPO 服务超算中心、边缘 AI 等高性能需求场景，

CPC 适配通用数据中心、企业服务器及短距互连；3）技术挑战方面，CPO 受困封装

复杂、成本高，CPC 面临速率升级压力与长距受限。

图表 9：CPO、CPC 参数性能对比
维度 CPO CPC

核心优势 超高密度、超低功耗、长距离传输 高性价比、成熟可靠、快速部署

适用场景 超算中心、边缘 AI、HPC 集群 通用数据中心、企业服务器、短距互连

技术挑战 封装工艺复杂、初期成本高 速率升级压力、长距传输受限

资料来源：LUXSHARETECH，爱建证券研究所
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CPC 技术核心适用于数据中心内小于 2 千米的互联场景，在数据中心中定位明确。对

于机架内连接，它是同一机架内不同设备间互联的有效方案；对于机架间连接，也适

用于近距离机架的互联需求，为数据中心网络架构设计提供了灵活性。

图表 10：CPC 技术适用于小于 2 千米互联场景

资料来源：Amphenol，爱建证券研究所

此外，在 AI 计算集群里，CPC 技术还能满足 GPU 服务器之间高速互连的需求，为 AI

训练与推理打造出低延迟、高带宽的数据传输通道。

4. 风险提示
1）先进算力芯片限制加强

2）下游应用需求不及预期

3）国产模型迭代升级迟缓
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